
 

 

 

ICS   25.160  

CCS   K 00 

14 

山 西 省 地 方 标 准 

DB14/T 2973—2024 
      

 表面贴装焊接要求 
 

  

 

 

  

      

  

2024 - 01 - 17 发布 2024 - 04 - 15 实施 

山西省市场监督管理局  发 布 



DB14/T 2973—2024 

I 

目 次 

前言 ................................................................................. II 

1  范围 ............................................................................... 1 

2  规范性引用文件 ..................................................................... 1 

3  术语和定义 ......................................................................... 1 

4  总体要求 ........................................................................... 1 

5  准备工作 ........................................................................... 1 

6  印刷焊膏 ........................................................................... 1 

7  贴装 ............................................................................... 2 

8  焊接 ............................................................................... 2 

9  清洗 ............................................................................... 2 



DB14/T 2973—2024 

II 

 前 言 

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。 

本文件由山西省国防科学技术工业局提出、组织实施和监督检查。 

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。 

本文件由山西省军民通用标准化技术委员会归口。 

本文件起草单位：北方自动控制技术研究所。 

本文件主要起草人：崔伟、申丽儒、李英杰、张智锋、侯泽雄、高国梁、林俊岭、贾凯、侯林其、

殷俊红、孙欢、张俊、白瑞玲。 
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表面贴装焊接要求 

1 范围 

本文件规定了表面贴装焊接的术语和定义、总体要求、准备工作、印刷焊膏、贴装、焊接和清洗。 

本文件适用于山西省内电子电气产品表面贴装焊接的质量保证。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 32304  航天电子产品静电防护要求 

SJ/T 10668-2023  表面组装技术术语 

SJ/T 10670-1995  表面组装工艺通用技术要求 

3 术语和定义 

SJ/T 10668-2023界定的术语和定义适用于本文件。 

4 总体要求 

开展表面贴装焊接应制定工艺文件或作业指导书，明确准备工作、印刷焊膏、贴装、焊接、清洗

等要求。 

操作人员应经培训，考核合格后上岗，并遵守安全操作规程。 

仪器设备应定期维护和保养、溯源，并保存相关记录。 

工作间应保持清洁卫生, 空气清洁度不低于 100000 级。环境温度： 18℃～28℃。相对湿度：45%～

70%。不应在相对湿度低于 30%的环境内操作静电敏感器件。 

防静电要求应符合 GB/T 32304 的规定。 

5 准备工作 

应按照技术文件进行设备的编程、优化、确认及下发。 

印刷焊膏所需钢网应根据印制电路板文件完成制作。 

应根据被焊产品来考虑选用的焊膏导电粉体颗粒形状、粘性、印刷性能、分解温度等技术指标。 

6 印刷焊膏 

可采用刮刀、封闭式印刷头、针头分发、膏体喷印等方法将焊膏施加到印制电路板上。 

施加到印制电路板上的焊膏量应均匀,一致性好。 
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焊膏印刷量及工艺参数应满足 SJ/T 10670-1995 中 6.1.1.2 的要求。 

7 贴装 

贴装位置应准确，引脚与焊盘对齐、居中，不应在焊膏上拖动找正。 

元器件贴装位置允许的偏差范围应符合 SJ/T 10670-1995 中 6.3.1 的要求。 

贴片压力合适，不应有贴片位置偏移的现象。 

8 焊接 

焊接设备加热表贴组装件，应根据印制电路板实际情况和元器件、焊膏要求设置焊接温度曲线。 

焊接应符合以下要求： 

a) 焊锡应能充分润湿需连接的部位； 

b) 有引线元器件的引线外形可目测辨认； 

c) 元器件标识清晰可见； 

d) 焊点表面应光亮、无疏松。不应存在冷焊点、润湿不良、气孔、焊料不足、断裂等缺陷； 

e) 不应存在元器件损坏，引线有刻痕刮伤或变形、裸露出基体金属、有焊剂残渣等缺陷； 

f) 印制电路板不应存在导电带与基板脱开、基板损伤、变色、导电带桥连等缺陷。 

9 清洗 

应在焊接之后 8h 内清洗焊剂和残余物。 

含有集成电路、二极管和晶体管等精细部件的组件不应采用超声波清洗，对于非气密封装的元器

件不应浸入或喷淋清洗。 

清洗全过程应采取防静电措施。 

 


